
技术服务协议
甲方：
乙方：石家庄市厚膜集成电路厂

甲方委托乙方研制 级半导体   专用集成电路，经甲、乙双方协商达成协议如下：
1. 甲方提出技术要求给乙方:

（1） 以甲方于提供的《》及提供的《》为依据，乙方负责实施。依据技术要求试制初样进行模拟性试验。
（2） 可靠性试验符合国军标考核标准。
（3） 本协议初样和正样及设计定型各＞  只、小规模试生产只。
（4） 每个批次单价为  元。
2. 双方协议商定由甲方支付给乙方研制费 万元，以分期形式支付。
3. 时间暂定为从协议签订之日   个工作周左右，争取提前。具体进度由双方进一步协商确定。
4. 双方不得以任何方式向第三者（包括个人、法人、社会团体）泄露、出让、出售甲方该项技术及以甲方该项技术而产生的产品，如有违约乙方应赔偿甲方人民币：壹百万元。乙方还将承担相应的法律责任。
5. 本合同（共壹页）一式两份，双方各持一份，经甲、乙双方签字后生效，传真视为有效。  
甲方资料                            乙方资料
名称：                                        名称：石家庄市厚膜集成电路厂
地址：                                        地址：石家庄和平西路478号1-1306
联系人：                                      联系人：刘福顺
签章：                                        签章：
联系电话：                                联系电话：0311-66559010/ 13643118092
传真：                                    传真：   0311-87040678
                                          开户行： 中国银行石家庄机场路支行
                                          账户：   1001 4771 5821
                                          刘福顺个人账号：农行6228480638991999977
